附件3

集成电路设计企业MPW流片补助资金

一、申报条件
1.申报主体是在青岛市注册，具有独立法人资格的集成电路设计企业；
2.申报主体对拥有自主知识产权的高端芯片或特色工艺芯片开展多项目晶圆（MPW）流片；
3.申报产品已取得集成电路布图设计登记证书或发明专利授权。
二、奖补标准

对使用多项目晶圆（MPW）流片的设计企业，按照不超过其MPW流片直接费用的70%，给予年度最高300万元补贴。
说明：多项目晶圆（MPW）流片是指将多个具有相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆上流片，按面积分担流片费用，以降低开发成本和新产品开发风险。
三、申报材料
1.青岛市集成电路MPW流片补助项目资金申请表（附件3-1,在线填写并上传法定代表人签字、加盖公章的pdf文件）；
2.MPW流片补助资金项目明细表（附件3-2，上传加盖公章的pdf文件）；
3.企业营业执照(统一社会信用代码)；
4.MPW流片情况说明，包括流片情况、流片产品的主要功能及用途、技术指标及先进性、属于高端芯片或特色工艺芯片说明、芯片版图缩略图、已取得集成电路布图设计登记证书或发明专利授权情况等，并附相关证明材料；

5.流片项目的相关合同、增值税发票及银行付款凭证等相关材料；通过第三方服务平台或代理机构委托流片，需提供委托流片加工合同、发票、银行付款凭证以及晶圆厂与第三方的代理关系证明等相关材料；与境外晶圆代工厂签订流片合同的，须提供合同、形式发票、银行付款凭证、海关报关单（未报关的提供芯片销售合同等佐证材料）及以上材料主要内容的中文翻译件。

附件3-1
青岛市集成电路MPW流片补助资金申请表

	一、企业基本情况

	企业名称
	
	所属区市
	

	注册时间
	
	统一社会信用代码
	

	注册地址
	

	实际经营地址
	

	法人代表
	
	手机
	

	联系人
	
	手机
	

	企业简介
	（从企业成立时间，主营业务、产品、近三年主营收入、员工人数、研发生产、市场销售、荣誉地位等方面简要说明，不超过400字）



	二、申请项目情况

	项目1

	芯片名称/型号
	

	产品类型
	 （高端芯片、特色工艺芯片、化合物特色工艺芯片）

	产品工艺
	工艺制程     纳米；工艺类型：     （逻辑、存储；模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅）

	流片厂商名称
	（如通过第三方委托流片，需同时注明第三方代理商名称）

	产品简介
	（性能、特点、技术指标、应用领域等）



	流片费用

（万元）
	
	申请资金额度

（万元）
	

	项目…

	芯片名称/型号
	

	产品类型
	 （高端芯片、特色工艺芯片、化合物特色工艺芯片）

	产品工艺
	工艺制程     纳米；工艺类型：     （逻辑、存储；模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅）

	流片厂商名称
	（如通过第三方委托流片，需同时注明第三方代理商名称）

	产品简介
	（性能、特点、技术指标、应用领域等）



	流片费用

（万元）
	
	申请资金额度

（万元）
	

	申请资金额度合计（万元）
	

	项目已享受市级财政资金补助情况（若有必须填写，遗漏取消全部扶持）单位：万元

	序号
	补助年度
	补助资金名称
	补助实施部门
	补助额度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三、项目应用效益情况

	（从项目应用对企业经营的直接成效及对产业链、行业、地方经济的带动作用等方面简要说明）



	签字栏                                                                                       
	                  公司/单位（盖章）

法定代表人签字：       

年   月   日           


备注：申请多个项目的，需分开填写，栏目可复制

附件3-2
MPW流片补助资金项目明细表

单位：万元
	序号
	企业名称
	产品名称/型号
	产品类型①
	产品工艺②
	流片/光罩厂商
	合同号
	发票信息
	是否通过第三方流片
	MPW流片直接费用


	申请补助比例
	申请资金额度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	发票编号（每张发票逐行列出）
	商品名称/规格型号
	单位③
	数量
	开票日期
	开票方名称
	发票金额（不含税）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外币
	汇率④
	人民币
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	必填
	70%
	必填
	


填表说明：

①产品类型：高端芯片、特色工艺芯片、化合物特色工艺芯片
②产品工艺：包括：工艺制程纳米数；工艺类型：逻辑、存储、模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅
③晶圆（wafer）单位为片，芯片（die）单位为颗，光罩（mask）单位为张。
④若相关材料上无外汇汇率的，外汇汇率以付款当日中间价为准，需另将外汇管理局汇价截图作为佐证材料。
